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DMS-Rosetten RY51 und XY51

Wichtige Hinweise zur Anwendung von

DMS-Rosetten RY51 und XY51

Beim Anlöten der Anschlussdrähte an

den gekennzeichneten Stellen ist darauf

zu achten, dass die Lötstellen am

Rosettenrand nicht erweichen oder

schmelzen, da an diesen Stellen die

DMS-Anschlüsse zur Leiterplatte durch

kontaktiert sind. Lot mit niedriger

Schmelztemperatur (<220 °C)

verwenden, z.B. 1-LOT-LF Sn95Ag4Cu1.

Der Lötspitzendurchmesser soll

0,5…1 mm und die Lötspitzentemperatur

nicht mehr als 250…300 °C betragen.

Mögliche Flussmittelrückstände unbe

dingt entfernen, da sie sonst einen

Nebenschluss zum DMS-Gitter verursa

chen können.

Achtung:

Anschlussleitungen nur an den

gekennzeichneten Stellen (0) anlöten,

siehe Abbildung, Rosetten möglichst

wenig erwärmen.

Strain gauge rosettes RY51 and

XY51

Important hints for the use of the

strain gauge rosettes RY51 and XY51

When soldering the wires to the solder

pads marked one should take care that

the solder points at the edge of the

rosette do not soften or melt because at

these points the strain gauge connec

tions are contacted to the p.c.b. Use sol

der with low melting point (220 °C), e.g.

1-LOT-LF Sn95Ag4Cu1. The diameter of

the solder tip shall be 0.5…1 mm and the

temperature at the tip shall be not more

than 250…300 °C. Remove any flux

residue as these might cause a shunt

across the grid of the strain gauge.

Note:

Solder connection cables only to the

marked spots (0), see figure. Heat

rosette as low as possible.
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